Sposéb klejenia styropianowych ptyt izolacji termicznej.
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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podtoza

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

Do Kejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku
podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania zwodq na budowie

w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Laprawe Klejowq nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagajq zmieszania z cementem celem przygotowania wasciwe]

zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na piyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢ takq ilos¢ zaprawy,
aby uwzglednicjgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié minimum

60% efektywnej powierzchni przyklejenia piyty do podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréinicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy

i dodatkowo w érodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.

Na réwnych podtozach mozna naktadad zaprawe na pyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej

(ok. 10 mm).
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